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Auch in diesem Jahr veranstaltete die Global Press Connection einmal das E-Summit. Es ist ein

Treffen von Firmenvertretern und Journalisten, bei dem jedesmal ein intensiver Informations- und

Gedankenaustausch stattf indet. Hier nunmehr einige interessante Informationen.
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Bild 1 : Digitalmikrofon
im Gr<issenvergleich

ie Akust ica lnc. wurde 2001 in Pit tsburgh,
PA, gegrundet,  um mit  einer Finanzierung
in Hohe von 28 Mil l ionen US-Dol lar CMOS-

MEMS-Patente der Carnegie Mellon U niversity kom-
merz ie l l  zu vermarkten.  Mi t  e inem Aufsehen erre-
genden  M ik ro fon  au f  e inem Ch ip  w i l l  das  Un -
ternehmen nunmehr das in  d ie Jahre gekommene
Elektret -Mikrofon ablosen.  Der neue omnid i rekt io-
nale Mikrofonchip AKU 2000 (Bi ld  1)  in tegr ier t  auf
e inem Chip e inen Akust ikumsetzer ,  e inen analogen
Ausgangsverstdrker  und e inen Sigma-Del ta-Mod u-
lator der vierten Ordnung. Das Ausgangssignal ist
entweder PWM (Pulse Densi ty  Modulated)  oder
ein '1  -Bi t -Dig i ta ldatenstrom. Beides ldsst  s ich dann
problemlos wei terverarbei ten,  wobei  d ieses Signal
immun gegenuber Stors ignalen is t .Wei tere beson-
dere Merkmale des Mikrofonchios s ind unterstu lz-
te Taktsignale von 1 bis 4 MHz, eine Betriebsspan-
nung von 2,8 b is  3,6 V und e in Stromverbrauch im

"Power-downr-Modus von nur  75 uA.
J im  Rock ,  M i tbeg runde r  und  CEO des  Un te r -

nehmens,  sagt :  <Zum einen br ingen wir  mi t  dem
neuen  Ch ip  nunmehr  MEMS-Baue lemen te  i n  e i -
nen bre i ten Markt  -  und zum anderen hel fen wir
den Herste l lern von Laptop-PCs,  Handys und an-
deren d ig i ta len Mediaprodukten,  d ie vorherrschen -

den akust ischen Probleme zu uberwinden,  d ie b is-
her  e ine wei te Adapt ierung von VolP und anderen
sprach basierenden Appl ikat ionen unterb inden.  >

Temperatu rerfassu ng u nd Venti latorsteueru n g

And ig i l og  (www.and ig i l og . com) ,  bekann t  f u r
thermische Managementlosu n gen, stellte jetzt u n -

ter  der  Bezeichnung aSC 7512 Gnd 2)  e inen System-
contro l ler  vor ,  der  e ine genaue,  ent fernte Tempe-
raturer fassung mi t  + '1 'C und e ine automat ische,

program mierbare Vent i la torsteueru ng i  n tegr ier t .
Hoch- und niederfrequentes PWM wird unterstutzt.
We i te re  besonde re  Merkma le  s i nd  e in  2 -Drah t -
Inter face (SMEBus 2.0,  d ig i ta l ) ,  e inste l lbare Vent i -
lator- Steuerparameter, Storspan n u n gsf i l ter, optio-
na le  A la rmausgdnge  sow ie  MSOP-  ode r  SOIC-
Cehduse.

Ebenfa l ls  neu vorgeste l l t  wurde der  aMC8500,
e in Ansteuer- lC fur  burstenfre ie DC-Vent i la toren,
wie zum Beisoie l  in  den neuesten PCs mi t  dem BTX-
Formfaktor. Auf dem Chip befindet sich unter an-
derem eine MOSFET-Motoransteuerung (0,5 O),
programmierbare Ceschwindigkei tse inste l l  ungen,
ein Hallempf;inger mit sehr guter Storunterdruckung
sowie Strom sparende Power-  Down- Einste l lungen.
Analoge und d ig i ta le PWM-Signale werden unter-
stutzt.

Mul t i -Core-DSPs f i i r  d ie professionel le
Mul t imediatechnik

Cradle Technologies (www.cradle.com) wurde
1998 a ls  e in n Fabless,  -  Halb le i teru nternehmen mi t
e inem Finanzrahmen von 18 Mi l l ionen Dol lar  ge-
grundet .  Mi th i l fe  e ines e igenen Designcenters in
Indien konzentr ier t  man s ich auf  Appl ikat ionen im
Mul t imediabereich.  Die erste Produktre ihe besteht
aus erstmals erh i i l t l ichen Mul t i -Core-  DSPs (MDSPS).
Die Ser ie CT 3600 b ietet  e in ausgezeichnetes
Preis/Leistungs-Verhii ltnis und ist eine sehr leistungs-
ef f iz iente und programmierbare DSP-Reihe.  Es han-
del t  s ich h ier  wohl  um den wel twei t  ersten 16-ka-
nal igen,  d ig i ta len Videorekorder  auf  e inem Chip.

Der neueste MDSP mit  der  Bezeichnung CT 3616
kann b is  zu 16 DSP-Cores und 8 CPP-Prozessoren
ins  Sp ie l  b r i ngen ,  wobe i  d ie  zug runde  l i egende
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jederzei t  zu ldsst .  Zukunf t ige Verdnderungen in Vi -
deostandards und Algor i thmen werden dadurch in
der  Produktp lanung s icher  abgefangen und er for-
dern aufgru nd der Softwareprogram m ierun g f ur den
OEM kein Redesign.  Die Verarbei tungsle is tung des
CT 3616 (Bild 3) von bis zu 96 000 8-Bit-MegaMACs
w i rd  e rgdnz t  m i t  400 -KBy te -RAM,  e inem DDR-
SDRAM-Contro l ler  und b is  zu 144 programmier-
baren E/A-Pins.

Sicherheitsprozessor fi, ir Netzwerke

5ensory Networks (www. sen sorynetworks. com)
wurde im Jahr 2002 gegrundet, verfugt uber Nie-
der lassungen in Kal i forn ien,  England und Austra-
l i en ,  und  konzen t r i e r t  s i ch  m i t  se inen  P roduk ten
auf  d ie Sicherhei t  in  Datennetzen.  lm Mi t te lounkt
des Produktangebots steht  NodalCore-X,  e ine Si -
cherhei ts-Prozessoreinhei t  (SPU),  d ie a ls  para l le ler
Co- Prozessor  d ie Host-CPU bei  der  Bewi i l t igung der
Sicherhei tsaufgaben (Ant ispam, Int rus ion Detec-
tion, Content Classification) entlastet und den Da-

tendurchsatz zusdtzlich beschleunigt. Die SPU ba-
s ier t  auf  e inem Datenstrom-Verarbei tungsmodel l .

Die 5PU-Reihe is t  Kern verschiedener Steckkar-
tensysteme (plug-and-play) und Komplettlosungen,
die alle eine adaptierbare und reprogrammierbare
Hardwarelosung darste l len,  d ie an neue Anforde-
rungen schnel l  angepasst  werden kann,  ohne dass
die Host-CPU ausgewechsel t  werden muss.

In Zusammenarbei t  mi tXi l inx s te l l te  Sensory Net-
works wdhrend der  RSA Secur i ty  Conference e ine
hoch skal ierbare,  FPCA-basierende Sicherhei ts-  Be-
schleunigungslosung fur  den UTM-Markt  (Uni f ied
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Bild 4: Die komplette NodalCore-Lrisung

Threat  Management)  vor  (s iehe Bi ld  4) .  Die h ier
erzielten Durchsatzraten betragen bis zu 10 CBit/s.

Stapelchips erhc ihen Funkt ionsdichte

STATSCh ipPAC (www. statsch ippac.com), behei -
matet  in  Singapur,  hat  s ich a ls  Dienst le is ter  in  Sa-
chen Cehdusetechniken fur  d ie Halb le i ter industr ie
spezia l is ier t .  Die neueste Produktvar iante is t  in  dre-
sem Bereich das oPackage-on-Package>-Konzept
(PoP) .  H ie rbe i  hande l t  es  s i ch  um d ie  3D-Anord -
nung  von  Ch ip -Cehz iusen  wdhrend  de r  Boa rd -
Bes tuckung  (B i l d  5 ) .  De r  Anwender  e rhd l t  dam i t
bei  nur  wenig mehr Raumbedarf  e ine wesent l ich
hohe re  Funk t i onsd i ch te .  W ie  aus  de r  Abb i l dung
e rs i ch t l i ch  i s t ,  w i rd  das  obe re  Cehduse  i n  e ine r
FPBCA-Konf igurat ion (F ine Pi tch Bal l  Cr id Array)
auf  das untere Cehduse aufgesetzt .  Die Bauhohe
erre icht  in  der  Regel  n icht  mehr a ls  1,2 mm.

Das Unternehmen entwickel te zudem eine spe-
z ie l le  Vers ion des PoP-Konzepts (VFBCA-POPb-
SO2),  mi t  der  s ich z.B.  e in d ig i ta ler  Basisbandpro-
zessor und ein analoges Basisband integrieren lassen.
Um zwei  Dies im unteren Cehduse zu in tegr ieren,
verwendet  das Unternehmen spezie l le  Fer t igungs-
techniken.  Das PoP-Konzept  is t  ideal  fur  d ie Integ-
rat ion von Logik und Speicher .

Per Masken rekonfigurierbares lP

Sei t  der  Crundung im )ahr  1995 hat  L ightspeed
(www. l ightspeed.com) vier per Masken reprogram-
mierbare lP-Archi tekturen fur  Logik,  E/A und em-
bedded Test  in  den Markt  gebracht .  Besondere
Vorte i le  davon haben sowohl  IDM-Halb le i terher-
ste l ler  a ls  auch Fabless-Unternehmen, d ie s ich mi t
der  SoC- lntegrat ion befassen mussen.  L ightspeeds
Losung, einschliesslich Logikarrays, basiert auf Stan-
dardzel len.  Damit  is t  e in schnel ler  und ef f iz ienter
Support  in  jeder  Foundry fur jeden Prozessnode s i -
chergeste l l t ,  denn d ie Charakter is ierung und Qua-
l i f iz ierung wurden berei ts  bei  der  Entwick lung der
Zel len l ibrary abgeschlossen.

Mi t  dem neuen Verfahren lassen s ich zum Bei-
spie l  kostengunst ige ASSP-Produktser ien erwei-
tern und anpassen,  d ie E/A-Standards von Plat t -
form-ASlCs mi t  nur  e iner  Metal lmaske ver i indern
sowie AutoTest  und Si l iconView in s t ruktur ierre
ASIC-Fami l ien e inbinden.  Selbstverstdndl ich wer-
den zahlreiche Signalstandards unterstutzt. Die Mul-
t iFunct ion- l /Os b ieten dem Anwender mi t  dem Ver-
fahren eine hohe Flexibil i t i l t bei der SoC-Entwicklung
oder Real is ierung st ruktur ier ter  ASlCs.

B i l d  5 :
Prinzipdarstellung ei nes
3D-Chipstapels
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